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Sposób obróbki powierzchniowej krzemowych złącz p-n

Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki po¬
wierzchniowej krzemowych złącz p-n.

Istotny wpływ na potencjał powierzchniowy półprze¬
wodnika i szybkość rekombinacji powierzchniowej ma
stan powierzchni półprzewodnika, zależny od ilości za-
adsorbowanych atomów tlenu, pary wodnej, oraz innych
zanieczyszczeń. Szybkość rekombinacji powierzchniowej
wpływa na takie podstawowe parametry przyrządów pół¬
przewodnikowych jak napięcie przebicia, współczynnik
wzmocnienia prądowego p oraz na prąd nasycenia. W
związku z tym obróbka chemiczna powierzchni jest bar¬
dzo istotnym procesem umożliwiającym uzyskanie pra¬
widłowych parametrów w technologii przyrządów pół¬
przewodnikowych.

W przypadku diod bardzo ważnym parametrem, za¬
leżnym od stanu powierzchni półprzewodnika jest prąd
płynący przez diodę w kierunku zaporowym.

Z technologicznego punktu widzenia poważne trud¬
ności w uzyskaniu diod o prawidłowych i stabilnych
wartościach prądu nasycenia, nastręcza stosunkowo ma¬
ła powtarzalność procesów obróbki powierzchniowej
metodami chemicznymi. Wpływa na to duży rozrzut
stężenia chemikaliów, stopień ich zanieczyszczenia, oraz
oporność wody dejonizowanej stosowanej do płukania.

Znane i stosowane sposoby obróbki powierzchniowej
przyrządów półprzewodnikowych ze złączami p-n, wy¬
magają niejednokrotnie zastosowania skomplikowanych
urządzeń celem odizolowania powierzchni czynnej pół¬
przewodnika od wpływu różnych przypadkowych zanie¬
czyszczeń i nie zapewniają uzyskania powtarzalnych
i stabilnych parametrów.
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Inne sposoby obróbki powierzchniowej na drodze
chemicznej nastręczają duże trudności' w przygotowa¬
niu roztworów trawiących i stosowanie ich na skalę
przemysłową jest kłopotliwe. Ze znanych metod che¬
micznych stosowana jest metoda obróbki powierzchnio¬
wej w mieszaninie kwasu fluorowodorowego azotowego
i octowego z dodatkiem jodu, a następnie płukanie w
stężonym kwasie octowym. Sposób ten jednak nie por
zwala na powtarzalne uzyskiwanie złącz p-n o właści¬
wych stabilnych prądach nasycenia.

Inną znaną metodą obróbki powierzchniowej także
na drodze chemicznej jest trawienie złącz w mieszaninie
złożonej z kwasu fluorowodorowego:, azotowego i orto¬
fosforowego, następnie płukanie w przepływie wody de¬
jonizowanej i wstępne osuszenie w acetonie. Ta metoda
także nie daje zadowalających wyników.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu obróbki
powierzchniowej złącz krzemowych p-n, pozwalającego
na uzyskanie małych i stabilnych prądów w kierunku
zaporowym;

Dla osiągnięcia tego celu, zostało wytyczone zadanie
opracowania takiego składu roztworu trawiącego w któ¬
rym obróbka złącz krzemowych p-n gwarantowałaby
uzyskiwanie powtarzalnych i stabilnych parametrów.

Zgodnie z wynalazkiem, rozwiązanie tego zagadnienia
poparte wielu doświadczeniaimi, polega na zastosowaniu
płukania wytrawionych złącz w kwasie octowym lub
w innych roztworach słabych organicznych kwasów
karboksylowych o budowie prostej lub złożonej na przy¬
kład w roztworach hydroksy lub ketonokwasów.
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Złącza krzemowe p-n najkorzystniej trawi się w mie¬
szaninie złożonej z około 1 części objętościowej kwasu
fluorowodorowego, około 3 części objętościowych kwasu
azotowego l około 3 części objętościowych kwasu orto¬
fosforowego. Dla dokładniejszego wyjaśnienia przedmio¬
tu wynalazku podaje się poniższy przykład.

Do trawienia krzemowych złącz p-n użyto mieszaniny
trawiącej składającej się z 1 części objętościowej kwasu
fluorowodorowego o stężeniu 47%, 3 części objętościo¬
wych kwasu azotowego o stężeniu 65 % i 3 części obję¬
tościowych kwasu ortofosforowego o stężeniu 65%.

Sporządzoną mieszaninę należy dokładnie wymieszać
i pozostawić na okres minimum trzech godzin w tempe¬
raturze około 20°C. Następnym zabiegiem jest spraw¬
dzenie szybkości trawienia mieszaniny. W tym celu
wrzuca się do mieszaniny trawiącej kryształki krzemu
o znanej grubości i trawi się je określoną ilość czasu,
na przykład jedną minutę, po czym przerywa się trawie¬
nie, mierzy się płytkę i otrzymuje się szybkość trawie¬
nia sporządzonej mieszaniny. Znając szybkość trawienia
mieszaniny, umieszcza się w nieij krzemowe złącza p-n
w celu ich obróbki powierzchniowej.

Najlepsze rezultaty osiąga się przy szybkości trawie¬
nia 10 mikronów w ciągu jednej minuty, przy czym czas
trawienia wynosi wówczas około 2-=-3 minuty. W przy¬
padku gdy mieszanina trawi szybciej niż 10 mikronów
w ciągu minuty należy odpowiednio skrócić czas trawie¬
nia lub w przeciwnym przypadku odpowiednio zwięk¬

szyć czas trawienia. Po dokonaniu obróbki powierzch-
niowej złącz należy przerwać proces trawienia i umieś¬
cić złącza p-n w stężonym kwasie octowym. Płukać lekko
poruszając zlewką trzykrotnie zmieniając kwas octowy.

5 Po zakończeniu płukania złącze p-n suszy się w suszar¬
kach próżniowych ,w temperaturze około 150°C.

Sposób według wynalazku pozwala na uzyskanie pa¬
sywnej powierzchni półprzewodnika szczególnie w ob¬
szarze złącza przez co uzyskuje się niezbędną stabilizację

10 powierzchni i w związku z tym stabilizację prądu wstecz¬
nego.

Zastrzeżenia patentowe

15 1. Sposób obróbki powierzchniowej krzemowych złącz
p-n, w którym wspomniane złącza umieszcza się w mie¬
szaninie kwasów fluorowodorowego azotowego i orto¬
fosforowego znamienny tym, że wytrawione złącza płu¬
cze się w kwasie octowym lub w innych roztworach

20 słabych organicznych kwasów karboksylowych o budo¬
wie prostej lub złożonej na przykład w roztworach
hydroksy lub ketonokwasów.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że złącza
krzemowe p-n poddaje się trawieniu najkorzystniej w

23 mieszaninie złożonej z około 1 części objętościowej kwa¬
su fluorowodorowego, około 3 części objętościowych
kwasu azotowego i około 3 części objętościowych kwasu
ortofosforowego.

WDA-l. Zam. 212. Nakład 250 cg*.
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